（V38V_V39B）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	1.半导体板的技术标准附件预审/CAM/阻抗
	20210804
	泽丰TDR测试要求规范刘中强2021-07-29310003民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	3.字符
	20210305
	客户补充要求刘红橙2021-03-01V38V民品顾客质量要求评审表

	预审2
	板材、铜箔
	20191217
	V38V/V39B铜箔使用注意事项张智博2019-12-12顾客质量要求评审表

	共用2
	超能力公差调整
	20191205
	V38VV38V孔公差处理规则张智博2019-11-26顾客质量要求评审表

	预审1
	标记
	20180328
	V38VV39B20180324

	共用1
	半导体板的技术标准如附件
	20170217
	V38N/V39B20170213


备注：更新的内容以蓝色字体显示
共用部分：
1.半导体板的技术标准如附件
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2. 超能力公差调整

1）对于孔径公差超出工厂能力时，可按照如下规则调整

①完成孔径大于6.0mm的PTH孔径公差超能力的按照+/-5mil控制；

  ②完成孔径大于6.0mm的NPTH孔径公差超能力的按照+/-4mil控制；

  ③完成孔径小于6.0mm的PTH孔径公差超能力的按照+/-2mil控制

  ④完成孔径小于6.0mm的NPTH孔径公差超能力的按照+/-1mil控制

  ⑤金属钻槽孔径公差超能力的按照+/-3mil控制

  ⑥非金属钻槽孔径公差超能力的按照+/-2mil控制

  ⑦如果原始公差为偏公差，则供应商将公差按照偏公差进行调整，保证公差区间：如2.0mm的金属孔，公差要求+3/-0MIL,则供应商可调整为+4/-0MIL或者如7.0mm的非金属孔公差要求+4/-0MIL,则供应商可调整为+8/-0MIL.

2）对于guide pin定位孔径公差超出工厂能力时，按照如下规则调整

   ①针对1.52mm（59.84mil）；1.62mm（63.78mil）；2.02mm（79.53mil）径公差超能力的按照+/-1mil控制，分别取刀按照1.525mm； 1.625mm；2.025mm；
3.字符
所有字符不允许上开窗面（包括焊盘、线、铜皮及基材都不允许），保证不产生歧义的情况下，优先移动，不能移动掏掉处理。
预审部分：
1.标记:

      顾客不允许加快捷标记、ul标记、无铅标记，只加周期标记，如果制板要求与此要求冲突，请与顾客确认。

2.板材、铜箔:

除FR4板材外，对应芯板的铜箔必须使用HVLP（1/2oz 或者2/2oz如没有对应HVLP铜箔的材料可忽略）； 当表层不是芯板开料时，铜箔必须使用RTF.

CAM部分：
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泽丰客户要求待转化

		半导体关键客户要求转化  （V38V/V39B）

		转化责任部门		对应工序		客户		泽丰V38V/V39B				备注

						板类型		Load board		Probe card

		品检		FQC出货要求		拍照要求		Y

						TDR阻抗迹线测试报告		Y				特殊报告由销售上传

						平整度测试报告		Y

						翘曲度		常规 ：3mil/inch，

								二次压合板 ：3.5mil/inch.				难保证，可具体沟通

						平整度		常规：  ±3mil，		植针区域：±2mil		默认指DUT区域

		工程		机加工		PTH公差		常规公差：±3mil，

								局部公差：±2mil

						NPTH公差		常规公差：±2mil，				直径＞6.3的铣槽孔按我司精度±3mil

								局部公差：±1mil

						外形公差		±6mil

						板厚公差		常规公差   ：±10%		Probe card ：±5%

				CAM/阻抗		阻抗		TDR：每层阻抗线抽测1-2组测试TDR曲线，TDR测试线长度最短为3cm

								单端：50+/-10%；

								差分：100+/-10%

				预审/CAM/阻抗				针对顾客设计有背钻孔的订单，如果客户提供TDR图纸， 则必须按照TDR图纸做背钻孔的TDR测试文件，指示生产按照TDR图纸进行背钻孔的TDR测试

								针规顾客设计有背钻孔的订单，如果客户没有提供TDR图纸，则预审需EQ确认是否需要进行背钻孔的TDR测试；如果客户确认需要进行测试，则要求客户提供TDR图纸，按照图纸做测试，若客户确认不测试，则不进行测试，无需指示生产。

				字符		字符颜色		油墨颜色不得错误，若无规定以白色为主；

				电镀		镀层厚度		依客户要求，若未指定则依下表要求：
1.孔铜：
a.区域0.8mil以上，平均1mil以上；（20/25μm）
b.盲孔区域0.7mil以上，平均0.8mil以上（18/20μm）
c.埋孔区域0.5mil以上，平均0.6mil以上（12/15μm）
2.镍：平均150u"以上；（≥3μm）
3.硬金：平均25u"(最小)以上；（≥0.63μm）

		SMT		飞针测试		测试报告		飞针测试报告（O/S测试）
报告含PCB每一channel之CR（内阻值）

						Leakage(漏电)		Power/Ground net：<20nA@10V

								Single Net（I/O Net）：<10nA@10V

				x-ray照片		x-ray照片		特俗器件需要提供X-RAY；
以防止器件管脚焊接时短路

				包装		包装方式		PCBA 用防静电袋包装

		转化责任部门						规格

		品检		机加工		孔破		不允许环状孔破

						孔偏		1.PTH孔：孔环不允许切破；

								2.不规则孔环：与线路接让处垫宽至少2mil以上；

								3.HDI产品微盲孔面环与微盲孔之间的相互偏移至多只能彼此切边，不允许破出。

						回钻		回钻孔允许破出，但不可有浮动金属丝，浮动金属丝请出货前先清除

						线路凸出		不得影响成品最小间距之20%且长度不得大于0.1inch

						间距残铜		不允许

						缺口、针孔、粗糙、刮伤

						撞坏变形、翻翘

						板边		1.成品板边需平整，不得粗糙或连续性毛刺；

								2.不可有板边受损情形。

				阻焊		色泽		1.防焊油墨不得有高低不平，须色泽均一；

								2.单面或零件与焊锡面不可有明显色差；

								3.不允许因烘烤过度铜面氧化造成防焊色泽不均；

								4.不允许区域性严重积墨。

						绿漆沾锡垫		不允许

						孔内残墨		插件孔：孔内不得有环状绿漆残留

						两层绿漆		不可有脱落现象

						阻焊厚度		a.区域至少0.4mil以上；
b.PAD转角或独立线路至少0.2mil以上。

				字符		文件、符号		1.油墨颜色不得错误，若无规定以白色为主；

								2.字体和标记均须清晰可辨认，不得有模糊不清的现象；

								3.字体不得有位置错误漏印、脱落等现象；

								4.字体不得有重影无法辨识之现象；

								5.字体不得有线条粗细不均断线之现象。

				修补		阻焊		1.防焊油墨不得有高低不平，须色泽均一；

								2.单面或零件与焊锡面不可有明显色差；

								3.不允许因烘烤过度铜面氧化造成防焊色泽不均；

								4.不允许区域性严重积墨、聚油；

								5.补油颜色需与原油墨颜色相同；

								6.补油面积：长*宽需小于10mm*2mm，允许数小于等于3处；

								7.PCB内圈若为BGA形式则不可修补；

								8.阻抗线不可修补

						镀层表面		1.镀金前造成的轻微刮伤：镀层上须有良好之镀金层；

								2.镀金后刮伤：不可露镍且伤痕不明显；

								3.镀金表面中央4/5之主要区域不得有针点凹痕或明显测试针痕；

								4.镀金表面不得有沾锡或沾绿漆；

								6.镀金表面须光滑平整，不得有粗糙现象；

								7.镀金表面不得有明显氧化变色；

								8.镀金厚度依spec规定，若没有，则须大于25u''；（0.6μm）

								9.镀金表面不得有杂质凸点；

								10.镀金表面不得有undercut或侧蚀造成pad边缘翻翘或残丝等情形。

						BGA区		目视无凹陷

				测试		Thermal stress
热应力测试		（1）烘烤：135℃ 4hr；

								（2）漂锡：288℃ 10sec

								2.经上述条件后做切片分析后孔内不得有以下缺点：

								（1）孔铜浮离

								（2）孔壁断裂

								（3）knee断裂

								（4）Junction断裂

								（5）介质层分离（Delamination）

						离子污染		10.02Mg Nacl/in2以下

						TDR测试		1.按照TDR图纸做背钻孔的TDR测试

								2.背钻孔TDR测试标准和要求
A.TDR测试要求标准





B.测试上升时间设置要求：22.3ps
C.非 DUT 区域(电容端) ，需要 在背钻孔 的反面末端 下测试 点，如下图示 ：

								典型测试案例

								3.TDR测试报告相关要求、标准
A、图纸编号与位置点、测试数据、测试图形需要一一对应
B、TDR的曲线图片需要完整呈现出来，占屏幕的 3/4 左右

								4.线阻抗的抽样规则：
A、每片板都需要测试阻抗；
B、每片板中，每组阻抗随机抽取2对进行测试阻抗 ；抽样时，密集线路处和稀疏需各抽一对 。

				可靠性		镀层厚度		依客户要求，若未指定则依下表要求：
1.孔铜：
a.区域0.8mil以上，平均1mil以上；（20/25μm）
b.盲孔区域0.7mil以上，平均0.8mil以上（18/20μm）
c.埋孔区域0.5mil以上，平均0.6mil以上（12/15μm）
2.镍：平均150u"以上；（≥3μm）
3.硬金：平均25u"(最小)以上；（≥0.63μm）

						介电质耐电压		1.间距3mil以上：电压500V（+15，-0），时间30秒（+3，-0）；

								2.间距3mil以下：电压500V（+15，-0），时间30秒（+3，-0）。

						绝缘电子测试		1.常温状态未做前处理绝缘电阻须大于500兆欧；
2.在高温高湿前处理后绝缘电阻须大于100兆欧。

				其他事项参照标准				IPC-A-600G
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